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I. はじめに 
本報告書は、東京エレクトロン株式会社（以下、TEL）が企業価値向上に資する知的財

産（IP）・無形資産の投資・活用戦略を構築するにあたり、「知財・無形資産の投資・

活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン」（以下、知財・無形資産ガバナ

ンスガイドライン）Ver. 2.0 1 に示されたフレームワークに基づき、現状の姿（As Is）
の把握・分析、目指す姿（To Be）の検討、そしてその差分を解消する戦略の構築を目

的とする。 

近年の日本企業は、知財・無形資産の投資・活用において海外先進企業に後れをとり、

PBR1倍割れや海外投資家等の日本株離れといった課題に直面している 2。このような

状況下で、企業価値の源泉が無形資産へと移行する中 2、持続的な成長と企業価値向上

を実現するためには、知財・無形資産を戦略的に活用し、その価値を顕在化させること

が不可欠である。知財・無形資産ガバナンスガイドラインは、企業がこの課題に取り組

むための羅針盤となるものであり、特に Ver. 2.0 では、企業価値評価に関する企業と

投資家等との思考構造ギャップの解消や、イノベーション創出力の向上といった課題へ

の対応が企図されている 1。 

本報告書では、まず TEL の現状のビジネスモデルと強みとなる知財・無形資産を把

握・分析する。次に、重要なメガトレンドを踏まえ、TEL が目指すべき将来のビジネ

スモデルと、その中で知財・無形資産が果たすべき役割を明確にする。最後に、現状と

将来の姿との差分を解消し、競争優位を支える知財・無形資産を維持・強化するための

具体的な戦略を構築する。この分析は、TEL が知財・無形資産への投資・活用を通じ

て持続的な企業価値向上を達成するための具体的な道筋を示すことを目指す。 

II. 知的財産・無形資産ガバナンスガイドラインの概要 
知財・無形資産ガバナンスガイドラインは、企業が知財・無形資産への投資・活用を通

じて企業価値を向上させるための戦略構築、実行、開示、そしてガバナンス体制の強化

を促すことを目的としている 2。特にコーポレートガバナンス・コードの改訂 3 を受

け、人的資本や知的財産への投資の重要性が強調される中、企業が経営戦略と整合的に

これらの情報を分かりやすく具体的に開示・提供する必要性が高まっている 2。 

ガイドライン Ver. 1.0 は、企業価値評価における企業と投資家間の思考構造のギャッ



プ、日本企業のイノベーション創出力の低下、投資家による中長期的視点での企業価値

向上への関与の必要性といった課題認識のもと策定された 1。Ver. 2.0 ではこれらの課

題に更に対応するため、企業価値を顕在化する「コミュニケーション・フレームワー

ク」の活用や、知財・無形資産の投資・活用を ROIC 逆ツリーなどの経営指標と紐付け

て可視化する手法が推奨されている 2。 

本ガイドラインが提示する戦略構築の基本的な枠組みは、以下の 3 つのステップで構

成される。 

1. 現状の姿（As Is）の把握・分析: 自社のビジネスモデルを検証し、知財・無形資産

が競争力や差別化の源泉となり、価値創造やキャッシュフロー創出にどのように繋

がっているかを把握・分析する [ユーザー入力]。 
2. 目指す姿（To Be）の検討: 自社にとって重要なメガトレンドを特定し、自社の価

値観や価値創造の方針を踏まえた将来のビジネスモデルを検討する。その中で、知

財・無形資産が果たす機能・役割を明確化する [ユーザー入力]。 
3. 差分を解消する戦略の構築: 競争優位を支える知財・無形資産の維持・強化に向

け、不足する知財・無形資産の創出・取得方法を含む、経営資源の配分や事業ポー

トフォリオを見直す戦略を構築する [ユーザー入力]。 

このフレームワークは、企業が自社の知財・無形資産を棚卸し、その価値を再認識した

上で、将来の成長に向けた戦略的な投資・活用策を策定し、投資家や金融機関との建設

的な対話を通じて企業価値向上へと繋げる好循環を加速させることを目指している 2。 

III. Part 1: 東京エレクトロンの現状（As Is）の把握・分析 
本章では、知財・無形資産ガバナンスガイドラインに基づき、東京エレクトロン

（TEL）の現状のビジネスモデルと、強みとなる知財・無形資産を把握・分析する。 

A. 東京エレクトロンの事業概要と競争環境 

TEL は、半導体製造装置（SPE）およびフラットパネルディスプレイ（FPD）製造装置

のリーディングカンパニーである 4。特に半導体製造においては、成膜、塗布・現像、

エッチング、洗浄という連続した 4 つのキープロセスに製品を持つ世界で唯一のメー

カーであり、これが大きな強みとなっている 5。半導体市場は、AI、IoT、5G/6G、自動

運転、メタバースといった技術革新を背景に、2030 年には 1 兆米ドル規模への成長が

予測されており、これに伴い半導体製造装置市場も拡大が見込まれている 5。 

TEL の主要事業セグメントは半導体製造装置であり、各製品セグメントにおいて市場

シェア 1 位または 2 位を獲得している 5。特に、EUV（極端紫外線）露光用塗布現像装



置では約 10 0 %の市場シェアを誇る 4。財務面では、20 24 年 3 月期連結決算で売上高 1
兆 8,30 5 億円、営業利益 4,715 億円を計上している 9。 

競争環境は激しく、ASML、Lam Research、Applied Mate ria ls といったグローバル企

業が主要な競合相手となる 10。これらの企業も積極的な研究開発投資と知財戦略を展開

しており、TEL は技術的優位性を維持・強化し続ける必要がある。 

B. 現存する知的財産・無形資産の分析 

TEL の競争力と価値創造は、多岐にわたる知財・無形資産によって支えられている。 

1. 特許及び技術的ノウハウ 

● 特許ポートフォリオの強み: 2024 年 3 月末時点で 23,249 件の有効特許を保有し、

これは半導体製造装置業界で世界第 1 位の規模である 5。この強力な特許ポートフ

ォリオは、TEL の技術的優位性と市場における競争力の源泉となっている。 
● グローバルな特許戦略: 発明件数のうち複数国に出願されるグローバル特許出願率

は 5 年連続で約 75%を維持しており、日本国内（2023 年発明件数 1,186件）のみ

ならず海外（同 303 件）においても積極的に権利保護を図っている。特許許可率

も日本で 81%、米国で 80%と高い水準にある 12。 
● 研究開発能力と「Shift Left 」戦略: TELの研究開発戦略の核心は「Shift Left 」ア

プローチにある。これは、製品開発プロセスの初期段階に技術・人材・費用などの

リソースを重点的に投下し、顧客ニーズを早期に把握して技術開発に反映させるこ

とで、開発効率の最大化と市場投入の迅速化を図るものである 5。この戦略は、市

場ニーズに合致した革新的な IP の創出を促進し、結果として TEL の市場リーダー

シップに直結している。 
● コア技術: TELのコア技術は、半導体および FPD 製造のためのプロセス技術とメ

カトロニクス技術である 14。具体的には、成膜、塗布・現像、エッチング、洗浄、

検査、接合/分離といった多岐にわたるプロセス技術と、それらを実現する装置技

術において高い専門性を有している 4。近年では、ソフトウェア開発や画像計測ツ

ールにおける AI 活用も進んでいる 5。 
● 協調的イノベーション: 顧客、imec のようなコンソーシアム、大学、パートナー

企業との積極的な連携を通じてイノベーションを創出し、過去 3 年間で 61 件の共

同特許出願を行っている 5。最近では、IBM との先端半導体技術に関する共同研究

開発契約を更新し、生成 AI やチップレット技術に焦点を当てている 15。 
● 外部評価: クラリベイト社「Top100 グローバル・イノベーター」（2025 年で 5

回目）や LexisNexis 社「Global Top 100 Innovation Momentum 」に選出されてお

り、TEL のイノベーションの質と影響力は外部からも高く評価されている 10。 



2. ブランド価値と評判 

● 企業理念とビジョン: 「最先端の技術と確かなサービスで、夢のある社会の発展に

貢献します」という基本理念と、「半導体の技術革新に貢献する夢と活力のある会

社」というビジョンを掲げている 4。これらは TEL の事業活動の根幹をなし、ブラ

ンドイメージを形成している。 
● ブランドの象徴: ロゴマークは、競争の激しい業界における信頼性と魅力的な存在

感を表現している 17。 
● 品質と信頼性への評価: 「Best Products and Best Technical Service 」の追求と、

強固な顧客関係を通じて、高品質かつ信頼性の高い企業としての評判を確立してい

る 5。 

3. 人的資本 

● 「社員は価値創出の源泉」という哲学: TEL の経営における中心的な考え方であ

り、人材への積極的な投資が行われている 5。 
● 人材育成: 社内教育機関「TEL UNIVERSITY」を設置し、階層別教育、専門技術研

修、LinkedIn ラーニングや Udemy といったグローバルなオンデマンド学習プラッ

トフォームの提供、リーダーシップ育成プログラムなどを通じて、社員の能力開発

を支援している 5。研修時間や費用への投資も大きい 22。 
● 従業員エンゲージメント: 定期的なエンゲージメントサーベイを実施し、スコアは

2015 年度から 2022 年度にかけてグローバルで 18 ポイント上昇するなど改善傾向

にある。社員定着率も 2023 年度グローバルで 97.5%、日本では 98.8%と高い水準

を維持している 22。 
● ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン（DE&I）: 「ONE TEL, 

DIFFERENT TOGETHERệ」をスローガンに、国籍・性別・世代（3G）をテーマと

した DE&I を推進し、女性管理職比率の目標設定など具体的な取り組みを進めてい

る 5。 
● 発明者報奨制度: 知的財産創出活動を促進するため、TEL Master Inventor、Major 

Inventor、Inventor of the Year 、1st Primary Inventor といった多層的な発明者報

奨制度を設けている 12。 

4. 顧客基盤と関係性 

● 顧客との絶対的な信頼関係: 約 92,000 台を超える装置出荷実績を通じて培われ

た、顧客との強固な信頼関係が TEL の大きな資産である 5。 
● 戦略的パートナーシップ: 主要な半導体メーカーと緊密に連携し、技術ロードマッ

プを共同で策定するなど、深い戦略的パートナーシップを構築している 5。 
● フィールドソリューションとアフターマーケットサービス: 顧客サポート体制の充



実と、付加価値の高いフィールドソリューションの提供は、収益源としてだけでな

く、顧客エンゲージメントを強化する上でも重要性を増している 5。 

5. 組織資本 

● グローバルな事業展開とネットワーク: 世界各地に製造、研究開発、販売・サービ

スの拠点を有し、グローバルに事業を展開している 5。 
● IP マネジメントシステム: 知的財産部門が研究開発、事業、マーケティング部門と

密接に連携し、事業戦略と整合した IP ポートフォリオを構築・管理する体制を確

立している 12。 
● 「Shift Left 」開発プロセス: 研究開発の効率性と市場対応力を高める重要な組織

能力となっている 5。 
● E- COMPASS サプライチェーンイニシアティブ: サプライチェーン全体での環境

側面と価値共創に焦点を当てた取り組みを推進している 23。 

以下の表は、TEL の主要な無形資産と、それらが現在どのように企業価値創造に貢献

しているかをまとめたものである。 

表 1: 東京エレクトロンの主要無形資産と現在の価値創造への貢献 

 

無形資産カテゴリー TEL における具体例 現在の競争優位性/価値創造へ

の貢献方法 

特許 半導体製造装置業界 No.1 の

23,249 件の有効特許 12、高い

グローバル特許出願率と許可

率 12 

市場シェアの維持・拡大、技

術的優位性の確保、競合他社

の参入障壁構築 

技術的ノウハウ 成膜・塗布現像・エッチン

グ・洗浄等のコアプロセス技

術 4、「Shift Left 」開発戦略 
8、AI 活用技術（プロセス制

御、画像計測）5 

製品性能の差別化、開発効率

の向上、市場投入の迅速化、

顧客の課題解決能力の向上 

ブランド 企業理念「夢のある社会の発

展に貢献」4、ビジョン「半導

顧客からの信頼獲得、優秀な

人材の獲得、戦略的パートナ



体の技術革新に貢献する夢と

活力のある会社」17、高品質・

高信頼性の評判 17 

ーシップの促進、企業イメー

ジ向上 

人的資本 「社員は価値創出の源泉」と

いう哲学 8、TEL UNIVERSITY 
22、発明者報奨制度 12、高い従

業員エンゲージメントと定着

率 22 

イノベーション創出力の強

化、生産性の向上、技術・ノ

ウハウの継承、従業員のモチ

ベーション向上 

顧客資本 約 92,0 0 0 台超の装置出荷実

績 5、主要半導体メーカーとの

戦略的パートナーシップ 12、

充実したフィールドソリュー

ション 5 

安定的な収益基盤、顧客ニー

ズの早期把握、共同開発によ

る技術革新の加速、高い顧客

ロイヤルティ 

組織資本 グローバルな事業拠点網 13、

戦略的 IP マネジメントシステ

ム 12、「Shift Le ft」プロセス 
8、E- COMPASS サプライチェ

ーンイニシアティブ 23 

グローバル市場への効率的な

アクセス、IP 戦略と事業戦略

の整合、迅速な市場対応、サ

プライチェーン全体の最適化

とリスク管理 

C. 現状の知財・無形資産の競争優位性及び価値創造への貢献 

TEL の知財・無形資産は、同社の競争優位性と価値創造に多大な貢献をしている。 

● 市場リーダーシップ: 強力な特許ポートフォリオと技術的ノウハウは、主要製品セ

グメントにおける市場シェア 1 位または 2 位という地位を直接的に支えている 5。 
● 差別化: パターニングプロセスにおける独自の技術 5 や、「Shift Left 」アプローチ 

8 は、競合他社との明確な差別化要因となっている。 
● 収益性とキャッシュフロー: 高付加価値な製品・サービスは、強力な IP に支えられ

ており、2024 年 3 月期には 4,715 億円の営業利益を生み出すなど、高い収益性と

キャッシュフロー創出能力に貢献している 9。知財・無形資産ガバナンスガイドラ

インでは、IP とキャッシュフローの関連付けが重視されている 3。 
● イノベーションリーダーシップ: 継続的な研究開発投資と強固な IP パイプライン

は、TEL が急速に進化する半導体業界において技術的リーダーシップを維持する

ことを可能にしている 5。 



● 顧客ロイヤルティ: 高度な技術サービス、共同研究開発、顧客ニーズへの深い理解

（顧客資本）は、顧客ロイヤルティを醸成し、継続的な取引関係を構築している 
5。 

● 人材獲得とパートナーシップにおける魅力: 革新性に対する高い評価と強力なブラ

ンドは、優秀な人材を引きつけ、戦略的な協業関係の構築を容易にしている 17。 

TEL の特許ポートフォリオの強さは市場でのリーダーシップを確固たるものにしてい

るが、その IP 戦略は主に「技術的差別化と競争優位性の確保」に重点を置いており、

ライセンス収入の積極的な追求はこれまで主要な戦略ではなかった 14。これは「Best 
Products」戦略と整合的であるが、膨大な特許群の中には、中核事業の競争力を損な

うことなくライセンス供与を通じて価値を生み出せる非中核 IP や旧世代技術 IP が存在

する可能性も示唆される。知財・無形資産ガバナンスガイドライン Ver.1.0  3 で言及さ

れているオープン＆クローズ戦略の観点からは、このような IP の戦略的活用も将来的

な価値創造の一つの選択肢となり得る。 

D. SWOT 分析：東京エレクトロンの知財・無形資産に関する強み・弱み・機会・脅威 

 

 強み (Strengths)  弱み (Weaknesses)  

内部環境 -  半導体製造装置業界 No.1 の

特許ポートフォリオ (23,249
件) 12 <br> -  高いグローバル特

許出願率・許可率 12 <br> -  
「Shift Left 」R&D 戦略による

高い開発効率と市場対応力 8 
<br> -  成膜・塗布現像・エッ

チング・洗浄等のキープロセ

スにおけるコア技術と市場シ

ェア 5 <br> -  「社員は価値創

出の源泉」に基づく強力な人

的資本と発明者報奨制度 8 
<br> -  顧客との絶対的な信頼

関係と戦略的パートナーシッ

プ 5 <br> -  グローバルな事

業・R&D ネットワーク 13 

-  非特許無形資産（人的資本、

ブランド価値等）と ROIC 等

の財務成果との定量的連関の

開示が途上である可能性 2 
<br> -  膨大な特許ポートフォ

リオにおける非中核 IP の戦略

的活用（ライセンス等）が未

開拓である可能性 14 



 
機会 (Opportunities)  脅威 (Threats)  

外部環境 -  AI、HPC、先端パッケージン

グ等のメガトレンドによる半

導体製造装置市場の拡大 7 
<br> -  各国政府による半導体

サプライチェーン強靭化政策

と国内投資の加速 16 <br> -  サ
ステナビリティ（環境負荷低

減、循環経済）への要求の高

まりと、それに応える技術・

IP への需要増 25 <br> -  オープ

ンイノベーションの進展と、

IBM 等との戦略的提携による

IP 共創 12 

-  ASML、Lam Research、
Applied Materia ls 等、競合他

社の激しい技術開発競争と IP
戦略 10  <br> -  米中技術覇権対

立や輸出規制等の地政学リス

クとサプライチェーンの分断 
29 <br> -  高度な専門知識を持

つ人材の獲得競争の激化 25 
<br> -  技術の急速な陳腐化リ

スク 

TEL の「Shift Left」戦略は、組織的な能力として IP 創出を直接的に促進し、市場リー

ダーシップに貢献している。この早期段階での顧客との連携は、市場ニーズに合致した

IP を生み出し、「Best Products」戦略を支える。したがって、IP 戦略は「Shift 
Left」モデルへの強力な支援と、開発初期段階での機敏な IP 獲得メカニズムを確保す

る必要がある。 

また、TEL は人的資本への投資を重視し、優れた発明者報奨制度を有しているが、こ

れらの非特許無形資産が ROIC のような全社的財務指標にどのように貢献しているかと

いう「意図する因果パス」 2 を、外部に対してより明確に、定量的に示すことで、投資

家からの理解を深める余地がある。これは知財・無形資産ガバナンスガイドライン

Ver. 2.0 が重視する点でもある 2。 

IV. Part 2: 東京エレクトロンの目指す姿（To Be）– 知的財産を活用

した持続的成長と市場リーダーシップ 
本章では、TEL が目指すべき将来の姿（To Be）を検討する。主要なメガトレンドを特

定し、それらが TEL の事業に与える影響を分析した上で、将来のビジネスモデルと、

その中で知財・無形資産が果たすべき役割を明確化する。さらに、競合他社の IP 戦略

をベンチマークとして参照する。 

A. 主要メガトレンドの特定と東京エレクトロンへの影響 

半導体業界および TEL の事業環境は、複数の強力なメガトレンドによって大きく変化



しつつある。これらのトレンドは相互に関連し合い、TEL の将来戦略、特に知財・無

形資産戦略に大きな影響を与える。 

1. 技術的メガトレンド 

● AI（人工知能）と HPC（ハイパフォーマンスコンピューティング）の進展: 生成

AI、エッジ AI、大規模言語モデル（LLM）などの AI 技術の爆発的な成長は、特殊

で高性能かつエネルギー効率の高い半導体チップ（GPU、NPU、AI アクセラレー

タなど）への需要を急増させている 7。これに伴い、新しいアーキテクチャ、材

料、プロセスに対応する製造装置の技術革新が不可欠となっている 26。TEL と IBM
の生成 AI チップに関する協業 15 は、このトレンドへの直接的な対応である。 
○ TEL の IP への示唆: GAA（Gate - All- Around）トランジスタ、裏面電源供給

（Backside  Power De live ry）、先端メモリ（HBM）、AI チップ向け新規材

料・プロセスに対応する装置の IP。製造装置自体に組み込まれる AI 駆動型の

プロセス制御・最適化に関する IP の重要性が増す。 
● 先端パッケージングとヘテロジニアスインテグレーション（チップレット）: モノ

リシックスケーリングの限界を克服し、多様な機能を統合するために、チップレッ

トアーキテクチャ（2.5D/3D 積層、SiP、ハイブリッドボンディングなど）への移

行が加速している 5。これには、新しい接合、テスト、検査装置と関連 IP が必要

となる。 
○ TEL の IP への示唆: ウェーハボンディング/デボンディング装置（例：

Synapseệ  4）、レーザーエッジトリミング装置、3D 構造向け検査・計測技術

に関する IP が極めて重要となる。 
● ムーアの法則の継続と 2nm 以細プロセスへの挑戦: 2nm ノードおよびそれ以降の

微細化への追求は継続しており 16、これには次世代リソグラフィ（High- NA EUV）
および関連する成膜、エッチング、洗浄技術、新材料への対応が求められる。 
○ TEL の IP への示唆: EUV 関連プロセス（特に High- NA EUV 向け塗布現像装置

でほぼ 10 0 %のシェアを持つ 4）、ALD（原子層堆積）、先端エッチング技術、

革新的な洗浄ソリューションに関する IP の継続的な創出が求められる。 
● 量子コンピューティングの台頭: まだ初期段階ではあるが、特殊なチップと製造プ

ロセスを必要とする量子コンピューティングは、長期的な IP 戦略において考慮す

べき分野である 24。 
○ TEL の IP への示唆: TEL が将来この市場で役割を果たすことを目指す場合、量

子デバイス製造装置に関する探索的研究と基盤 IP の構築が必要となる。 
● 新材料（GaN、SiC、ガラスコア基板など）の採用拡大: パワーエレクトロニクス

やその他の用途で、GaN（窒化ガリウム）や SiC（炭化ケイ素）といったワイドバ

ンドギャップ半導体の採用が拡大している 16。また、先端パッケージング向けにガ



ラスコア基板のような新材料も登場している 59。 
○ TEL の IP への示唆: これらの新材料に対応する製造装置（例：SiC エピタキシ

ャル成長装置 58）に関する IP が重要となる。 

2. 地政学とサプライチェーンの動態 

● 経済安全保障とサプライチェーン強靭化: 世界各国の政府（米 CHIPS法、欧州半導

体法、日本の戦略など）は、地政学的リスクを軽減するため、国内の半導体生産と

サプライチェーンの多様化を奨励している 16。これには製造装置の確保も含まれ

る。 
○ TEL の IP と戦略への示唆: 「フレンドショアリング」や友好国における国内生

産能力構築を支援する機会。多様な法域における堅牢な IP 保護戦略の必要

性。国家的な半導体イニシアティブの一環としての IP ライセンス供与や合弁

事業の可能性。 
● 米中技術摩擦と輸出規制: 特に中国への技術移転に関する継続的な規制は、装置販

売や研究開発協力に影響を与えている 16。 
○ TEL の IP と戦略への示唆: 輸出規制の慎重なナビゲーション。IP 戦略は市場ご

とに差別化が必要となる可能性。特定地域における IP 漏洩や強制的な技術移

転のリスク。 

3. サステナビリティと ESG の要請 

● 環境負荷の低減: エネルギーと水を大量に消費する半導体産業に対し、環境フット

プリント削減への圧力が高まっている 25。これには、エネルギー効率の高い製造プ

ロセス、廃棄物削減、より環境に優しい材料の使用が含まれる。SEMI S23規格は

装置のサステナビリティに関する指針となっている 62。 
○ TEL の IP への示唆: エネルギー効率の高い装置設計、化学薬品・水の使用量を

削減するプロセス、および排出削減技術に関する IP の大きな機会。TEL の E-
COMPASSイニシアティブ 5 やネットゼロ目標 5 はこのトレンドと整合してい

る。 
● 循環経済（サーキュラーエコノミー）: 半導体製造における材料のリサイクルと再

利用への注目が高まっている 33。 
○ TEL の IP への示唆: 材料リサイクルを促進する装置や、リサイクル・再生部品

を使用した装置に関連する IP の可能性。 
● 人材と社会的責任: DE&I、従業員のウェルビーイング、倫理的なサプライチェーン

への関心が高まっている 22。 
○ TEL の無形資産への示唆: 主要な無形資産としての人的資本と組織文化の強

化。 



これらのメガトレンドは孤立して存在するのではなく、相互に関連し合い、複雑な課題

と機会のマトリックスを形成している。例えば、AI チップの進化（技術トレンド）は

新材料や先端パッケージング（技術トレンド）を必要とし、これらはサステナビリティ

（エネルギー消費、新規化学物質など）に影響を与える。地政学的要因は、これらの先

端チップがどこで製造されるかに影響し、サプライチェーンや研究開発協力のあり方を

変える。TEL の現在の研究開発の重点分野である 3D NAND、DRAM、ロジック、先端

パッケージング 5 は、これらのトレンドに既に対応し始めているが、「To Be」戦略で

は、これらの相互に関連するトレンドの影響に対して IP 開発を明確に位置づける必要

がある。 

表 2: 主要メガトレンドが東京エレクトロンの事業および IP・無形資産戦略に与える影

響 

 

メガトレンド 具体的な顕在化/事例 TEL のビジネスモデ

ルへの影響 
TEL の IP・無形資産

に求められる進化/重
点 

技術的    

AI/HPC GPU/NPU 需要増、エ

ネルギー効率要求 7 

AI チップ製造向けソ

リューション提供強

化 

GAA、裏面電源供

給、HBM 向け装置

IP、AI プロセス制御

IP 

先端パッケージング チップレット、3D 積

層、ハイブリッドボ

ンディング 26 

パッケージング工程

向け装置・ソリュー

ション事業拡大 

ウェーハボンディン

グ/デボンディング

IP、3D 検査・計測 IP 

2nm 以細プロセス High- NA EUV 導入、

新材料 26 

次世代リソグラフィ

対応プロセス装置の

リーダーシップ維持 

EUV 関連プロセス IP
（塗布現像等）、

ALD、先端エッチング

IP 

量子コンピューティ

ング 
特殊チップ開発 25 将来的な市場参入の

可能性評価 
量子デバイス製造装

置に関する探索的 IP 



新材料 GaN、SiC、ガラスコ

ア基板 25 

新材料対応プロセス

装置の開発・提供 
SiC エピ成長装置

IP、新材料向け成膜・

エッチング IP 

地政学的    

サプライチェーン強

靭化 
各国 CHIPS 法、国内

生産回帰 16 

グローバル生産体制

の最適化、地域拠点

強化 

多様な法域での IP 保

護、戦略的提携にお

ける IP 管理 

輸出規制 米中対立、先端技術

移転制限 29 

市場アクセス戦略の

再構築、コンプライ

アンス強化 

技術管理体制の強

化、特定市場向け IP
戦略の検討 

サステナビリティ    

環境負荷低減 エネルギー・水消費

削減、SEMI S23 33 

環境配慮型製品・ソ

リューションの提供 
省エネ装置設計 IP、
排出削減プロセス IP 

循環経済 材料リサイクル、廃

棄物削減 33 

装置の長寿命化、リ

サイクル部品活用 
材料リサイクル促進

装置 IP、再生部品活

用技術 IP 

人材・社会 DE&I、倫理的サプラ

イチェーン 22 

魅力ある職場環境構

築、サプライチェー

ン管理強化 

人的資本・組織文化

の強化、倫理的調達

に関するノウハウ 

B. 東京エレクトロンが目指す将来のビジネスモデル：メガトレンドへの適応と新たな

機会の獲得 

メガトレンドに対応し、新たな機会を獲得するために、TEL のビジネスモデルは以下

のように進化することが想定される。 

● 装置サプライヤーからソリューションパートナーへ: AI、先端パッケージング、サ

ステナビリティといった複雑な課題に対応するため、顧客の研究開発により深く関

与し、ソリューションを共創する。TEL の「Shift Left 」アプローチ 8 をさらに深

化させる。 



● データ駆動型サービスと予知保全: 広範な設置台数 5 から得られるデータを AI で分

析し、高付加価値なフィールドソリューション、予知保全、プロセス最適化サービ

スを提供する。これにより顧客との関係性を強化し、継続的な収益を確保する。 
● サステナブル製造ソリューションにおけるリーダーシップ: 環境負荷が低く、資源

効率の高い半導体製造を実現する SPE のリーディングプロバイダーとなり、グロ

ーバルな ESG 目標達成に貢献する 5。 
● 強靭なグローバルサプライチェーンにおける戦略的役割: 様々な地域で新設される

半導体工場に対し、その技術力と IP ポートフォリオを活用して設備導入を支援

し、パートナーとしての地位を確立する。 

C. 「To Be」における知財・無形資産ポートフォリオの定義 

目指すべき将来像を実現するためには、知財・無形資産ポートフォリオも進化させる必

要がある。 

● 未来志向の特許ポートフォリオ: AI チップ（GAA、裏面電源供給）、先端パッケー

ジング（ハイブリッドボンディング、チップレット統合）、2nm 以細プロセス、

量子デバイス製造（探索的）、新材料（GaN、SiC、ガラス基板）向け製造装置に

関する特許。プロセス制御用ソフトウェア、AI アルゴリズム、データ解析に関す

る IP への注力強化。 
● 深化された技術的ノウハウ: 将来の半導体ノードとアーキテクチャに関連する材料

科学、プラズマ物理学、精密機械工学、プロセスインテグレーションにおける世界

最先端の専門知識。サステナブル製造プロセスに関するノウハウの明確な育成。 
● 強化された人的資本: 新興技術に関する専門知識を持つ、高度に熟練し、多様で機

敏な労働力。ハードウェア、ソフトウェア、データサイエンスを組み合わせた強力

な学際的チーム。継続的な学習と迅速なイノベーションを奨励する文化。計画され

ている 1 万人の新規採用 5 は、これらの将来のスキルギャップを埋めることを目標

とすべきである。 
● 向上したブランドと評判: 「Best Products and Best Technical Service 」 17 だけで

なく、AI 革命、サステナブル製造、強靭なサプライチェーンの主要なイネーブラ

ーとして世界的に認知される。 
● 拡大された顧客資本: 新興半導体エコシステムの新興企業や AI ハードウェアに注

力する企業を含む、より広範な顧客との、より深く信頼に基づいた関係。標準的な

エンゲージメントモデルとしての共同開発。 
● 機敏な組織資本: デジタルツールと AI によって最適化された、高効率なグローバ

ル研究開発および製造ネットワーク。より複雑でグローバルに分散した IP ポート

フォリオを処理できる、堅牢で機敏な IP ガバナンスおよび管理システム。 



D. 競合他社の IP 戦略ベンチマーキング（ASML、Lam Research 、Applied Materials 
– 主要洞察） 

競合他社の戦略は、TEL が自社の IP 戦略を策定する上で重要な示唆を与える。 

● ASML: EUVリソグラフィにおける圧倒的な支配力と、この重要なチョークポイン

ト技術における強力な IP。ホリスティックリソグラフィソリューションへの注

力。大規模な研究開発投資と imec などとの戦略的パートナーシップ 64。サステナ

ビリティも主要な焦点である 37。 
○ TEL への示唆: TEL は EUV 向け塗布現像装置で強みを持つが、ASML のコア露

光技術におけるホリスティックなアプローチと深い研究開発はベンチマークと

なる。TEL の強みは補完的なプロセスにあり、EUV とのシームレスな統合と共

同最適化に関する IP が不可欠である。 
● Lam Research : エッチングと成膜における強み。GAA、裏面電源供給、先端パッ

ケージング、EUV ドライレジストといった技術変曲点への注力 48。CSBG（顧客サ

ポート事業グループ）の急速な成長 48。ネットゼロや再生可能エネルギー利用とい

った ESG 目標 68。 
○ TEL への示唆: Lam Research の「技術変曲点」でターゲットを絞った IP と製

品開発を通じてシェアを獲得する明確な戦略は参考になる。TEL の広範なポー

トフォリオは、これらの変曲点を活用する上で有利な立場にある。 
● Applied Materials (AMAT) : 成膜、エッチング、CMP、注入など広範なポートフ

ォリオ。AI と IoT を可能にする材料工学への強い注力。研究開発協力のための

「EPIC センター」42。サステナビリティのための「Net Zero 20 40  Playbook」42。 
○ TEL への示唆: AMAT が「材料工学」を将来技術の中核的差別化要因およびイ

ネーブラーとして重視している点は重要である。TEL も ALD や新しいエッチ

ング化学など、材料関連の強力な専門知識を有しており、これを IP の焦点と

すべきである。 

競合他社は研究開発、IP、および協調的プラットフォーム（例：AMAT の EPIC センタ

ー 42、ASML と imec のラボ 64）に多額の投資を行っている。TEL の「To Be」の状態

は、その協調的研究開発と IP 創出能力 12 が、戦略的分野において競合他社の取り組み

に匹敵するか、それを上回ることを保証する必要がある。TEL の大規模な研究開発投

資計画（1.5 兆円 5）は必要な対応であるが、強力な競合他社に対して差別化された IP
を生み出す上でのこの支出の有効性が鍵となる。 

また、「To Be」の状態では、従来のエンジニアリングの役割を超えて、データサイエ

ンティスト、AI スペシャリスト、サステナビリティ専門家をより多く含むように TEL
の人的資本を進化させる必要がある。IP 戦略は、発明の保護だけでなく、この進化す



る人材ベースによって生み出されるノウハウの獲得と活用も包含しなければならない。

AI やサステナビリティといったメガトレンドは新しいスキルセットを要求しており、

TEL の 1 万人採用計画 5 はこれらのスキルを獲得する機会を提供する。しかし、無形資

産には、これらの新しいドメインのチームによって開発された暗黙知、プロセス、およ

び協調的方法も含まれる。IP 戦略には、これらの新しいドメインからの重要なノウハ

ウを獲得し、成文化するためのメカニズム（内部ナレッジマネジメントシステム、営業

秘密プロトコル、共同開発されたソフトウェアやデータ駆動型の洞察の所有権と使用に

適切に対処する共同研究開発契約の確保など）を含めるべきである。 

V. Part 3: 戦略的ロードマップ – 知的財産・無形資産への投資と活用

によるギャップの解消 
本章では、Part 1 で分析した現状（As Is）と Part 2 で描いた目指す姿（To Be）との間

のギャップを特定し、そのギャップを解消するための具体的な戦略的ロードマップを提

示する。特に、TEL の中期経営計画における重点投資（研究開発 1.5 兆円、設備投資

7,0 0 0 億円、人材 1 万人採用）を知的財産・無形資産の強化・創出に結び付け、将来

の競争優位性確立と財務目標達成に貢献させるための「企図する因果パス」 2 を明確に

する。 

A. 知的財産・無形資産強化のための戦略的必須事項 

TEL が目指す姿を実現するためには、以下の戦略的必須事項に取り組む必要がある。 

1. 次世代デバイス製造向け IP におけるリーダーシップ獲得: AI チップ、先端パッケ

ージング、2nm 以細ノードに不可欠な装置・プロセスにおける支配的な IP ポジシ

ョンを確立する。単なる特許件数ではなく、戦略的な「チョークポイント」特許の

獲得に注力する。 
2. サステナビリティの IP および製品 DNA への組み込み: 半導体製造の環境フット

プリントを大幅に削減するイノベーションを開発・保護し、TEL をグリーン SPE
のリーダーとして位置づける。 

3. 世界クラスの人的資本の育成と活用: 将来のイノベーションと IP 創出を推進でき

る人材の獲得・育成・維持戦略を変革する。彼らのノウハウを獲得し活用するため

のメカニズムを確保する。 
4. 顧客とのより深い連携と価値共創のための IP 活用: IP を戦略的提携や共同開発の

ツールとして活用し、取引ベースの販売を超えた長期的なパートナーシップを構築

する。 
5. 機敏性と価値抽出のための IP ガバナンスと管理の最適化: 事業戦略と整合した、

堅牢かつ機敏な IP 管理プロセスを導入し、営業秘密やデータを含む IP 資産を効果



的に特定・収益化する。 

B. 投資優先順位と資源配分（中期経営計画との連携 5） 

TEL の中期経営計画における大規模投資は、上記の戦略的必須事項を達成し、知財・

無形資産を強化するための具体的なアクションに繋げられる必要がある。その核心は、

これらの投資がどのように特定の測定可能な IP・無形資産の強化に結びつき、それら

の強化された資産がどのようにして財務目標（売上成長、営業利益率 35%以上、

ROE30 %以上 5）の達成を推進するのかという「企図する因果パス」を明確にすること

である。 

1. 研究開発投資戦略（5 年間で 1.5 兆円） 

● 配分: Part 2.A で特定された主要技術分野（例：GAA、裏面電源供給、3D DRAM、
ハイブリッドボンディングなどの先端パッケージングソリューション、EUV 関連

プロセス技術、サステナブル製造技術）への優先的な配分。TEL の研究開発は 3D 
NAND、DRAM、ロジック、先端パッケージングに注力している 5。 

● IP 成果目標: これらの分野における戦略的特許出願、重要ノウハウの開発、保護可

能なソフトウェア/AI アルゴリズムの創出に関する目標を設定する。 
● 「Shift Left 」の強化: 「Shift Left 」R&D モデル 8 を支援するツールとプロセス

（高度なシミュレーション、データ分析、初期の IP 創出可能なラピッドプロトタ

イピング能力など）へのさらなる投資。 
● 連携資金: 顧客、コンソーシアム（例：imec 64）、学術機関（例：UPWARDSプロ

グラム 5）との共同研究開発のための資金を確保する。これらの連携において IP
の所有権/アクセス権を明確に定義する。 

2. 設備投資戦略（5 年間で 7,000 億円） 

● 配分: 次世代プロセスと材料に対応できる最先端の研究開発ラボとパイロットライ

ン（例：宮城、九州、米国における新開発棟 5）への投資。これらの施設は新しい

IP の創出と検証に不可欠である。 
● スマートマニュファクチャリングと DX: 研究開発および製造におけるデジタルイ

ンフラ（AI、IoT、データ分析）への投資により、イノベーションサイクルを加速

し、プロセスコントロールを改善（保護可能なデータとノウハウを生成）し、IP
リッチな製品の生産効率を向上させる 5。 

● IP 実現インフラ: 施設がサステナブル製造技術や新材料ハンドリングの研究をサポ

ートできるようにし、これらが将来の IP 源となるようにする。 

3. 人的資本開発と獲得（グローバルで 5 年間で累計 1 万人採用） 



● 重点採用分野: 将来の IP 創出に不可欠なスキル（材料科学、プラズマ物理学、

AI/ML、データサイエンス、ソフトウェアエンジニアリング、量子コンピューティ

ング（探索的）、サステナブルエンジニアリング、IP 法務/戦略）に焦点を当てた

採用 5。 
● 研修・能力開発（TEL UNIVERSITY 5）: これらの新興分野で既存従業員のスキル

を向上させるプログラムを強化する。研究開発担当者向けに IP 創出、保護、戦略

的思考に関する専門研修を実施する。 
● 革新的文化の醸成: 発明者報奨制度 12 を強化し、部門横断的な協力、知識共有、IP

創出に適した「早く失敗し、早く学ぶ」研究開発文化を促進するイニシアティブを

実施する。 
● グローバル人材ハブ: グローバルな研究開発拠点 5 を活用して、多様な人材プール

を開拓し、グローバルな IP 創出を促進する。 

4. IP 獲得/アクセスのための潜在的な M&A および戦略的提携 

● 対象特定: 新材料、AI 駆動型プロセスコントロール、または新規パッケージングソ

リューションなどの分野で、補完的な IP ポートフォリオまたは重要な技術を持つ

スタートアップや企業を積極的に探索する（オープンイノベーション 3）。 
● IP デューデリジェンス: M&A 対象に対する厳格な IP デューデリジェンスプロセス

を実施する。 
● 戦略的提携: 不可欠な IP へのアクセスを得るため、またはリスク共有モデルで新し

い IP を共同開発するために、IBM との提携 15 のような提携を形成する。 

TEL の特許力は明らかであるが 12、戦略はプロプライエタリソフトウェア、プロセス制

御用 AI アルゴリズム 5、複雑な製造ノウハウ（営業秘密）、イノベーションを育む独

自の組織文化 8 といった他の重要な無形資産の開発と保護も同様に重視する必要があ

る。これらは定量化が難しいことが多いが、持続的な競争優位のためには不可欠であ

る。知財・無形資産ガバナンスガイドライン 3 は、「IP と無形資産」の広範な範囲を

明示的に参照している。競合他社もソフトウェアと AI に注力しており（例：ASML の

ホリスティックリソグラフィにはソフトウェアが含まれる 37、Lam Research の

Semiverse  43）、TEL 自身の研究開発もますますソフトウェア/AI 駆動型になっている 
5。これらの資産は、特許とは異なる管理戦略を必要とする営業秘密や著作権によって

最もよく保護されることが多い。 

また、現在の地政学的状況 16 は、TEL のイノベーションを保護するだけでなく、その

レジリエンスを高める IP 戦略を必要とする。これには、IP 登録の多様化、新しい地域

での共同研究開発における IP の確保、市場アクセスを確保するための IP の防御的使用

の可能性が含まれる。各国政府が国内の半導体生産を奨励する中 16、TEL は新しい地域



での工場設備に関与することになる。これは IP の露出を増大させる。輸出規制 29 は、

ある地域で開発された IP が他の場所でどのように使用できるかにも影響を与える可能

性がある。TEL が米国を第 4 の研究開発/製造拠点として設立する動き 5 は、戦略的な

対応である。 

表 3: 知的財産・無形資産強化のための戦略的投資計画（2025 年 3 月期～2029 年 3
月期） 

 

投資分野 計画投資額 主要戦略的

焦点 
目標とする

IP/無形資産

成果 

競争優位性

への連携 
財務目標へ

の貢献 

研究開発 1.5 兆円 GAA、先端

パッケージン

グ IP、サス

テナブル技術

IP、EUV 関

連プロセス

IP 5 

戦略的分野に

おける重要特

許群の構築、

核心的ノウハ

ウの蓄積、AI
アルゴリズム

の創出 

AI チップ製

造装置におけ

るリーダーシ

ップ、次世代

技術の市場投

入迅速化 

新製品による

収益増、研究

開発効率向上

による OPEX
削減、市場シ

ェア獲得支援 

設備投資 7,0 0 0 億円 2nm 以細対

応 R&D ラ

ボ、スマート

ファクトリー

化 5 

最新鋭 R&D
インフラの整

備、製造ノウ

ハウのデジタ

ル化・高度化 

イノベーショ

ンサイクルの

加速、高品質

製品の安定供

給、生産コス

ト最適化 

設備稼働率向

上、製品コス

ト低減、市場

需要への迅速

対応 

人的資本 1 万人新規採

用 
AI/ソフトウ

ェアエンジニ

ア、材料科学

者、サステナ

ビリティ専門

家 5 

高度専門人材

プールの拡

充、発明者層

の拡大、イノ

ベーション文

化の強化 

革新的製品・

サービス創出

力の向上、技

術的課題解決

能力の強化 

従業員一人当

たり生産性向

上、新規事業

展開力の強化 

M&A/ 提携 （個別判断） 補完的 IP/技
術の獲得、オ

ープンイノベ

特定技術分野

における IP
ポートフォリ

技術ロードマ

ップの加速、

事業領域の拡

新規収益源の

獲得、シナジ

ーによるコス



ーション推進 
3 

オ強化、新規

市場アクセス 
大 ト削減 

C. IP 収益化と価値実現戦略 

● オープン＆クローズ IP 戦略の最適化 3: 
○ コア技術（クローズ）: TELの中核装置・プロセスにおける根本的な競争優位

性を提供する IP は厳格に保護する。 
○ 非コア/レガシーIP（オープン/ライセンス）: TELの現在の戦略的方向性にとっ

て中心的ではないが、他産業や異なる用途で価値を持つ可能性のある特許やノ

ウハウを特定する。これらの資産のライセンス機会を模索する（14では TEL は

現在これに注力していないと言及されており、機会が存在する）。 
○ 標準必須特許（SEP）: TELの技術が業界標準の一部となる場合、SEPおよび

FRAND（公正、合理的、非差別的）ライセンス戦略を策定する。 
● 新規市場参入と多角化のための IP 活用: 既存および新規開発 IP を活用して、隣接

市場や TEL のコア技術の新しい用途を模索する。 
● 営業秘密管理: 特に製造プロセスや AI アルゴリズムに関連する貴重な営業秘密や

ノウハウを特定、文書化、保護するためのポリシーと手順を強化する。 

D. IP ガバナンス、管理、開示慣行の強化（Ver. 2.0 ガイドライン準拠 1） 

● 取締役会レベルの監督: 取締役会が IP/IA 戦略、その実行、および企業価値への貢

献を積極的に監督することを確実にする 2。これには、IP 部門から取締役会への定

期的な報告が含まれる。 
● 部門横断的 IP 評議会: 研究開発、事業部門、法務、財務、企業戦略の代表者から

なる評議会を設立または権限強化し、IP 決定を全体的な事業目標と整合させる。 
● 統合 IP 管理システム: 効率的な IP 獲得、ポートフォリオ管理、リスク評価（侵

害、漏洩）、および評価のためのシステムを導入する。 
● 開示強化（「コミュニケーション・フレームワーク」2）: 

○ 統合報告書や投資家向け広報において、IP/IA 投資からビジネスモデル強化、

企業価値創造への「意図する因果パス」 2 を明確に説明する。 
○ IP/IA ポートフォリオの価値とパフォーマンスを示す有意義な KPI を開発・開

示する（次項参照）。 
○ 報告書で IP/IA ガバナンスガイドラインに関する経団連のロゴ/キャッチフレー

ズを使用する 1。 

E. IP 戦略のための主要業績評価指標（KPI）とモニタリングフレームワーク 

● インプット KPI: 研究開発投資額（売上高比）、IP 担当者研修時間、IP に関する戦



略的提携数。 
● プロセス KPI: 発明届出件数、特許出願件数（全体および戦略的技術分野別）、特

許査定率、グローバル特許出願比率 12、IP 創出サイクルタイム。 
● アウトプット/インパクト KPI（財務・非財務）: 

○ 財務: ROIC（および「ROIC 逆ツリー」2 を介した IP/IA 投資との関連性）、新

規（IP リッチな）製品からの収益、ライセンス収入（追求する場合）、IP 保

護されたプロセス効率化によるコスト削減。 
○ 市場: IP 保護製品が提供される主要セグメントにおける市場シェア、革新的ソ

リューションに関する顧客満足度スコア。 
○ イノベーション: 戦略的特許取得件数（例：「チョークポイント」特許）、外

部イノベーション賞（例：クラリベイト 12）、新規 IP に基づく新製品導入成功

数。 
○ 人的資本: 従業員エンゲージメントスコア（特に研究開発部門）、主要技術職

における人材定着率、「TEL Maste r Inventor」の数 12。 
● モニタリングとレビューの頻度: IP 評議会と取締役会による KPI の定期的なレビュ

ー、IP/IA 戦略の進捗に関する年次報告。 

VI. 結論と実行可能な推奨事項 
A. 今後の戦略的針路の要約 

本報告書で詳述したように、TEL が中期経営計画の目標 5 を達成し、持続的な成長を遂

げるためには、知的財産・無形資産（IP/IA）を核とした戦略の推進が不可欠である。

技術革新の加速、IP の戦略的蓄積と活用、卓越した人的資本の育成、そして強固な市

場リーダーシップは相互に連携し、TEL の企業価値向上を駆動する。特に、AI、先端パ

ッケージング、サステナビリティといったメガトレンドは、TEL にとって大きな事業

機会をもたらすと同時に、IP/IA 戦略の高度化を求めるものである。 

B. 東京エレクトロン経営陣への優先的推奨事項 

1. IP を中核的事業ドライバーとして推進: IP および IA が単なる法的資産ではなく、

TEL の価値創造と競争戦略の中心であることを全社的に理解させ、取締役会レベ

ルでの関与と支持を確保する。 
2. 未来の重要 IP ドメインへの積極的投資: AI イネーブルメント、先端パッケージン

グ、サステナブル製造、次世代プロセス技術において差別化された IP を創出する

ため、計画された研究開発、設備投資、人材投資を完全に実行する。 
3. IP ガバナンスと戦略的管理の強化: 部門横断的な IP 評議会を含む強化された IP ガ

バナンスフレームワークを導入し、IP/IA 戦略の事業パフォーマンス、特に ROIC



への影響を測定するための堅牢な KPI を採用する。 
4. 地政学的 IP リスクと機会の積極的管理: グローバルな貿易動向の変化、輸出規

制、各国の半導体イニシアティブに適応する動的な IP 戦略を策定し、IP を活用し

てレジリエンスを構築し、新たな協業機会を模索する。 
5. 無形資産価値に関するナラティブの強化: IP、人的資本、ブランド、組織能力への

投資が、どのように持続可能な企業価値に転換されるかについて、知財・無形資産

ガバナンスガイドライン 2 の「コミュニケーション・フレームワーク」や「意図す

る因果パス」の概念を用い、外部（特に投資家）へのコミュニケーションを改善す

る。 

C. 総括 

東京エレクトロンは、その卓越した技術力と強固な顧客基盤を背景に、半導体製造装置

市場において確固たる地位を築いている。本報告書で提案した知財・無形資産の戦略的

投資・活用は、同社が変化の激しい半導体業界を航行し、「半導体の技術革新に貢献す

る夢と活力のある会社」というビジョン 4 を実現するための重要な羅針盤となるであろ

う。これらの戦略を実行することにより、TEL は持続的な企業価値向上を達成し、次

世代のデジタル社会の発展に貢献し続けることが期待される。 
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